


요약문

□ 확산과 함께 반도체 시장도 가파른 성장이 예상되며 본 고에서는 반도체 관련 현황을 AI AI AI 

살펴보고 향후 시장에 영향을 미칠 수 있는 개의 전환점 을 제시하고자 함 5 (turning point)

 (➊ 새로운 모델의 등장AI ) 트랜스포머 기반의 범용 대형 언어모델 은 시장 성장을 견인했으나 (LLM) AI 

포스트 트랜스포머 의 등장은 반도체 시장의 판도를 근본적으로 재편할 최대 변수가 될 전망‘ ’ AI 

서비스 시장의 확장 (AI )➋  및 온디바이스 로 시장이 확대되면서 인프라도 데이터센터Agentic AI AI AI , 

온프레미스 온디바이스 등으로 다변화되고 인프라 시장 역시 영역별로 분화되어 성장할 것으로, AI 전망 

 ➌ (에너지 수급) 서비스 확산으로 데이터센터 전력 수요가 급증하면서 향후 인프라 경쟁력은 AI AI 

반도체 성능뿐만 아니라 안정적인 전력 공급과 저전력 고효율 기술 확보도 중요 쟁점‧

각국의 풀스택 경쟁 ( AI )➍  국가 안보와 직결된 소버린 확보를 위해 하드웨어부터 모델까지 수직 계열화‘ AI’ 

하는 풀스택 경쟁이 가속화되고 있으며 글로벌 생태계는 동맹‘AI ’ AI ‧권역 중심으로 재편되는 양상

 ➎  (게임체인저 기술) 단기적으로는 기존 하드웨어의 한계를 극복하며 성능을 극대화하는 기술이 장기적으로는 옵티컬, 

‧뉴로모픽‧양자 등 패러다임 전환 기술이나 포스트 트랜스포머 등장에 따라 시장 판도가 근본적으로 재편 가능성‘ ’ 

□ 전 세계적 인프라 구축 열풍에 따라 반도체 수요는 폭발적으로 증가할 것으로 예상되며 우리나라는AI AI  

메모리‧제조업 강점을 기반으로 풀스택 자립 생태계를 구축하여 반도체 시장 주도를 위한 전략 필요 ‘AI ’ AI 

1 작성 배경

□ 챗 에서 시작된 붐과 함께 인프라 구축을 위한 데이터센터 관련 기술 개발 등이 앞다투어 GPT AI AI , AI 

이루어지고 있으며 반도체 시장도 가파르게 성장하고 있음AI 

❍ 특히 대규모 인프라 구축에 따른 반도체 수요가 폭증하면서 스마트폰 등 주요 전자기기 가격 상승AI , PC, 

까지 이어지는 이른바 반도체 대란 현상이 나타나고 있음, ‘ ’ 

년 전 세계 반도체 매출이 전년 대비 이상 성장하며 사상 처음 조 달러 약 조 원 을   2026 25~30% 1 ( 1,480 )※ 

돌파할 것으로 예상(WSTS, ’25.12.)

브리프KISTEP 



□ 대화형 와 생성형 를 중심으로 인프라는 일상과 산업 전반으로 빠르게 확산되고 있으며 AI AI AI 

관련 전문가들은 범용 인공지능 시대도 가까운 시일 내 도래할 것으로 예상 AGI( ) 

샘 올트먼 년 이내 데미스 허사비스 년  (Open AI CEO) 10 , (Google DeepMind CEO) 2030 , ※ 

레이 커즈와일 미래학자 년 다리오 아모데이 년 예상( ) 2029 , (Anthropic CEO) 2026~2027

□ 반도체는 생성형 와 고성능 컴퓨팅에 대한 수요 증가로 급격한 성장을 하고 있지만 의 높은 가격AI AI GPU , 

반도체 공급망 제약 막대한 전력 소비 등의 이슈가 있으며 이 시점에서 현황과 전망을 짚어볼 필요가 있음, 

❍ 년 구글의 를 시작으로 엔비디아의 독주에서 벗어나려는 빅테크 기업의 경쟁 자국 주도의 2025 TPU v6 GPU , 

생태계 기반을 조성하고자 하는 국가 간 풀스택 경쟁도 격화되고 있음AI AI 

□ 본 고에서는 ①문헌조사 및 생성형 를 통해 미래 전환점이 될 수 있는 후보 이슈를 발굴하고 AI ②전문가 

를 통해 향후 반도체의 미래에 영향을 미칠 개의 전환점 을 도출FGI AI 5 (turning point)

2 반도체의 발전 경로 및 현황AI 

□ 반도체의 발전 경로AI 

반도체의 발전 경로 < AI >

❍ 개발 초기에는 가 주요 처리장치 역할을 하며 응용 프로그램에 필요한 기본 알고리즘과 연산을 수행AI CPU

했지만 더 복잡한 작업의 처리에는 한계 , 

 ※ 년 토론토 대학의 제프리 힌튼 교수 연구팀이 이미지넷 사물 인식 대회에서 당시 만2012 ‘ (ImageNet)’ CPU

으로는 불가능한 계산량을 를 사용하여 해결 딥러닝 발전을 가속화시키는 결정적인 계기가 됨GPU , 



❍ 엔비디아의 는 병렬컴퓨팅 작업으로 방대하고 복잡한 작업량이 처리 가능하며 와 함께 사용할 GPU GPU

수 있는 소프트웨어 생태계 까지 구축한 덕분에 현재 반도체의 를 점유(CUDA) AI 80% (Omdia, ’24) 

데이터센터 시장은 년 억 달러 규모에 도달하였으며   GPU 2024 1,250 (IoT Analytics, ※ ’ 엔비디아의 25.1.), 

데이터센터 는 분기GPU 4 (’25.11~’ 매출만 억 달러에 달함26.1.) 681 (’26.2.25.) 

❍ 지금까지는 엔비디아의 가 반도체 시장에서 압도적인 비중을 차지하고 있었지만 앞으로는 모델의 GPU AI , AI 

향방 전력 공급 비용 효율 공급망 확보 등 다양한 요인이 반도체 시장에 영향을 끼칠 것으로 예상, , , AI 

❍ 가속기 라는 개념은 년대 중반에 등장하였으며 연산을 빠르고 효율적으로 AI (AI accelerator) 2010 AI 

수행하기 위해 만들어진 모든 전용 하드웨어 장치 

- 반도체와 가속기는 유사한 개념으로 쓰이고 있으며 범용 가속기 와 목적 특화형 AI AI , (GPU)

가속기 외 로 나눌 수 있음AI (GPU )

- 는 병렬 처리가 가능한 범용 가속기로 다양한 연산에 사용되는 반면 가속기는 머신러닝GPU , AI ․

딥러닝 같은 연산을 최적화된 특수목적 하드웨어로 특정 워크로드 에서 높은 성능을 발휘AI (workload)

종류 역할 특징 및 한계 대표기업 예시 사용처
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엣지 디바이스

반도체 종류와 역할 < AI >

이 외에 연산 성능 극대화를 위해 데이터 이동 보안 저장 등 흐름과 보안을 가속하는 보완적 칩인 등도 있음AI DPU ※ ‧ ‧

구분 GPU 기타 반도체 제외AI (GPU )

특징

․ 대규모 병렬 처리 구조를 기반으로 높은 연산 성능을 
제공하며 대규모 모델 , AI 학습 작업에 강점

․ 그래픽과 딥러닝 머신러닝 프로젝트를 병행하는 ‧
복잡하고 다양한 작업 환경에서는 가 유연성이GPU  
높음

․ 딥러닝‧머신러닝을 포함한 병렬 연산을 효율적으로 
수행하도록 설계된 특수 하드웨어

․ 특정 연산에 최적화되어 높은 전력 효율과 낮은 AI 
지연성을 바탕으로 실시간 처리에 유리

와 기타 반도체의 차이 < GPU AI >



❍ 년에 구글이 를 발표하였으며 년 를 적용한 구글 모델 제미나이 가 오픈 의 챗2016 TPU 2022 TPU AI ‘ 3’ AI

를 위협하는 성능을 보이자 주문형 반도체 이 의 대안으로 떠오름GPT ASIC( ) GPU (’25.11.)

구글 외에도 아마존 메타 등 빅테크 기업들은 자체 서비스 맞춤형 을 제작하고 있음  , ASIC※ 

□ 반도체 시장은 및 통신 의료 자동차 금융 데이터센터 등 광범위한 산업 분야에서 가파른 성장이 AI IT , , , , 

예상되며 주요 기업 간의 치열한 경쟁과 혁신이 이루어질 것으로 보임  

3 반도체의 향후 전환점AI (turning point)

□ 반도체 시장은 년까지 억 달러 약 조 원 규모로 성장할 것으로 예상되며AI 2033 6,000 ( 800 ) (Bloomberg, ’26), 

향후 반도체 지형에 영향을 미칠 수 있는 개의 터닝 포인트를 도출함AI 5

1  새로운 모델의 등장( AI ) 현재 범용 대형 언어모델 중심으로 발전하였으나 의 기반이 되는 트랜스포머(LLM) LLM

구조를 뛰어넘는 새로운 모델의 등장 여부에 따라 반도체의 판도는 완전히 바뀔 수 있음(Transformer) AI 

  ※ 얀 르쿤 전 수석과학자 은 은 막다른 길 이라고 주장하며 이 지능의 중심이 ( Meta ) “LLM (Dead-end)” LLM

아닌 인터페이스나 여러 모듈 중 하나에 속하게 될 것으로 예측

❍ 딥러닝은 년대부터 이어진 인공신경망 아이디어를 바탕으로 연구됐지만 빅데이터의 폭발적인 증가와 하드1940

웨어 기술의 발전으로 년대 이후 전성기를 맞으며 초창기 알고리즘인 2010 CNN1)과 RNN2)이 크게 발전

- 년 알파고 구글 딥마인드 의 등장은 기술의 발전 가능성을 전 세계에 각인시킴2016 ( ) AI 

❍ 년 구글에서 트랜스포머 아키텍처를 제시하였는데 병렬화 학습 측면에서 장점을 가지고 문장의 2017 /

맥락과 의미를 파악하고 새로운 문장을 생성하는데 뛰어난 능력을 보임

- 주로 자연어처리 분야에서 혁신을 일으켰지만 컴퓨터 비전 음성 인식 등 다양한 분야에서 , , 

활용되며 와 같은 대규모 언어모델 과 생성형 로 더욱 발전 BERT, GPT (LLM) AI

- 년 가 발표한 는 규모가 질적 변화를 가져올 수 있다는 것을 증명하였으며2020 OpenAI GPT-3 , 

모델의 크기를 키우고 학습데이터를 늘리자 문법 교정이나 번역과 같은 기본적인 언어 (Scaling) , 

처리를 넘어서 글쓰기 프로그래밍 추론까지 가능해짐, ,  

❍ 하지만 관련 기술이 발전할수록 트랜스포머가 의 핵심 엔진으로는 한계가 있다는 주장이 , AI Agentic AI

나오고 있으며 트랜스포머 구조에서 벗어나려는 시도가 나타나고 있음 

    ※ 비샬 시카 전 연구팀은 의 고질적인 할루시네이션 현상이 데이터 부족 탓이 아니라 ( SAP CTO) AI

트랜스포머의 구조적 필연성에 기인한다고 지적하며 구조적 한계를 수학적으로 증명(arXiv, ’25) 

   이스라엘 스타트업 랩스의 아리 고센 는 트랜스포머 구조 기반의 에이전트 시스템을  AI AI21 CEO※ 

구축하기에 비용 효율성이 떨어진다고 지적(’24) 

1) 합성곱 신경망 (Convolutional Neural Network)

2) 순환 신경망 (Recurrent Neural Network)



- 예를 들어 지금은 학습과 추론이 구분되어 있지만 실시간 입력 데이터와 새로운 정보를 추론과 동시에 , 

조금씩 경험하면서 배우는 실시간 학습형 모델 도 논의“ ” (Continual Training & Inference) ‧연구되고 있음

❍ 트랜스포머 시대가 언제 올지는 알 수 없으나 혁신적인 새로운 모델의 등장에 따라 반도체 시장의 Next AI 

판도는 뒤바뀔 수 있음

2  서비스 시장의 확장(AI ) 기술의 발전으로 생성형 에서 범용 인공지능 시대가 AI AI Agentic AI, AGI( ) 

예상보다 빠르게 도래하며 업무 생활용 온디바이스 까지 확산할 것으로 보임/ AI  

반도체 종류별 대표기업 예시  < AI >

❍ 에 대한 수익 구조가 불확실하여 거품론 도 한때 거론되었으나 이제는 똑똑한 엔진 개발 학습 은 AI ‘AI ’ ‘ ( )’

충분하다는 판단과 함께 저렴하고 폭넓은 서비스 운영 추론 쪽으로 무게중심이 이동하고 있으며 인프라 ‘ ( )’ 

역시 용도와 환경에 맞게 다변화되고 있음  

❍ 인프라 시장은 범용적인 데이터센터 보안AI , ① ② ‧맞춤형 성능이 중요한 온프레미스(On-Premise), 

실시간성과 개인정보 보호가 강조되는 온디바이스 영역 등 크게 가지로 구분할 수 있음(On-device) 3③

구분
하이퍼스케일 

데이터센터 클라우드/
온프레미스(On-Premise) 온디바이스(On-device)

용도 초거대 모델 학습 및 범용 추론 내부 데이터 기반 전문 AI 개인 서비스 및 실시간 반응
물리적 위치 외부(Public) 기업 기관 내부/ 스마트폰 차량 로봇 드론 등, PC, , , 
응답 속도 낮음 네트워크 경유( ) 중간 내부망( ) 매우 높음 오프라인 가능( )

특징 고성능 확장성 유연성이 높음+ , 
운영 안정성과 데이터 보안 

중심 필요시 서버 증설, 
전력소모 최소화,

통합 칩에 모든 기능을 집약

반도체 시장 구분 < AI >

서비스 시장 생성 그림< AI (Gemini 3.0 ) >



❍ 데이터센터 축구장 ( ) 3개 정도 되는 면적 만 (2 2,500m2 에 만 대 이상의 서버를 보유한 초대형 규모) 10 로 

구글 아마존 마이크로소프트와 같은 빅테크 기업이 초거대 모델을 학습시키고 구독형 모델을 통해 전 , (AWS), AI 

세계 수억 명의 추론 요청을 동시에 처리

❍ 온프레미스 기업 기관이 자체 시설 내에 서버 스토리지 등 인프라를 직접 구축운영하는 방식이며 최근에는 ( ) / , ․

데이터 병목 해소를 위해 현장에 분산 배치하는 엣지 서버 데이터센터 형태의 온프레미스 구축도 활발/

- 금융기관 의료기관 국방 분야처럼 데이터 보안이 중요한 곳이나 장기적으로 막대한 연산을 시간 , , AI 24

수행하는 대기업의 경우 서버를 직접 구축하는 것이 비용 측면에서 효율적, 

- 과거에는 모든 데이터를 중앙 데이터센터로 보내 처리했지만 데이터양이 폭증하면서 온프레미스는 , 

중앙 데이터센터와 네트워크가 감당하지 못하는 병목현상을 해결하기 위한 목적도 매우 큼

❍ 온디바이스 클라우드를 거치지 않고 기기 자체에 탑재된 반도체를 통해 실시간 정보 처리가 ( AI) AI 

가능하며 데이터가 외부로 전송되지 않아 보안성이 강화됨

 - 스마트폰 드론 로봇 차량 등 다양한 기기에 온디바이스 가 적용될 수 있으며 년 억 , , , PC, AI 2023 166

달러에서 년 억 달러 규모로 연평균 씩 성장 예측2031 1,181 27.9% (Deloitte Insights, ’25)  

❍ 초거대 모델의 대규모 학습 보안 실시간 응답성 저전력 등 각각의 시장 수요에 따라 반도체 시장이 , , , AI 

분화되어 성장할 것으로 보임 

3  전력 수요의 급증( ) 서비스가 방대해질수록 모델 학습 및 추론에 막대한 전력이 소비되기 때문에 인프라  AI AI 

구축 정책이나 관련 기술 개발에 있어 원활한 전력 공급 저전력 고효율 등도 고려해야 하는 중요한 요소, ‧

❍ 국제에너지기구 에 따르면 전 세계 데이터센터 전력 소비량은 년 약 에서 년 약 IEA( ) 2024 460 TWh 2035

로 증가 예정 년 기준 국내 연간 전력 소비량은 한국전력통계1,300~1,700 TWh (2024 , 549 TWh, )

 ※ 일반 구글 검색 회 약 에 비해 챗 와 같은 생성형 의 답변 생성 약 은 약 1 ( 0.3 Wh) GPT AI ( 2.9 Wh)

배의 전력 소모10 (A de Vries, ’23)

❍ 가트너는 년까지 전 세계 데이터센터의 약 가 전력 공급 부족으로 인해 운영에 제약2027 AI 40%

받을 것으로 예측(’24)

신규 데이터센터 건설보다 전력망 구축 등 인프라 확충에 시간이 소요되어 전력망에 연결하지 못해  - 

서버가 중지되는 상황이 발생할 수도 있음



글로벌 데이터센터의 전력 예측치< (2020~2035) (IEA, 2025) >

❍ 글로벌 빅테크 기업은 전력 확보를 위한 노력과 함께 저전력, ‧고효율 반도체 개발에 전력을 다하고 있음 

 ※ 전력 확보( ) 메타 개 원전업체와 전력 공급계약 체결 일론 머스크의 는 데이터( ) 3 6.6GW (’26.1.), (xAI) xAI

센터 인근에 태양광 발전소 건설 예정 아마존 기업 에너지에 억 달러 투자(’25.11.), ( ) SMR X- 5 (’25.11.)

 ※ 기술 개발( ) (엔비디아 패키지 통합을 통해 에너지 효율 최적화 구글 은 대비 전력 ) GPU-DPU , ( ) TPU v7 v6 

효율성이 약 배 향상 퓨리오사 레니게이드 의 전력 소모는 로 기존 대비 최대 분의 수준으로 감소2 , ( AI) S 60W 3 1 

❍ 전력 공급의 제약으로 소형 언어모델 등 연산 방식 변화 클라우드 집중형에서 개인 기기로 처리하는 AI , 

온디바이스 로 전환 혹은 저전력 반도체 도입 등이 가속화될 수 있음AI , AI 

4  풀스택 확보 경쟁(AI ) 인프라를 구축하기 위해 하드웨어부터 소프트웨어까지 모든 단계를 수직 계열 AI 

화하여 직접 갖추는 풀스택 확보를 위해 치열한 경쟁 중AI 

❍ 가트너는 주권 확보를 위해 년까지 전 세계 국가 가 자국법과 문화 인프라에 최적화된 소버린 AI 2027 35% , ‘

인공지능 체제로 전환할 것으로 전망(Sovereign AI)’ (’26.1.29.) 

 - 미국 미국의 가 전 세계 표준이 되는 것을 목표로 기술 하드웨어 모델 표준 등 을 동맹국 ( ) AI AI ( , , ) 에 적극적

으로 수출하고 기술 견제 대상국에는 첨단 기술에 접근하지 못하도록 반도체 및 관련 기술에 대한 수출 AI 

통제를 강화(America’s AI Action Plan, ’25.7.)

트럼프 대통령은 동맹국에도 강경한 태도를 보이고 있음 엔비디아의 최첨단 반도체는 미국을   (“※ 

제외한 누구에게도 수출하지 않을 것(’25.11.)”)

 - 중국 반도체 개발 데이터센터 및 클라우드 구축 등 기술 자립과 함께 모델 운영체제 분야를 중심으로 ( ) AI , , (OS) 

오픈소스 전략을 취하여 전 세계 스타트업이 중국의 오픈소스를 기반으로 기술을 개발하고 생태계를 구축하도록 

하여 글로벌 인프라를 주도하고자 함AI 

  ※ 오픈소스 모델 다운로드 기준 중국산 모델이 미국산 모델을 제치고 세계 위 AI , 1 (MIT&Hugging Face, ’25.11.)

 - 한국 컴퓨팅 인프라 및 데이터센터 구축 산업별 수요 기반 파운데이션 모델 확보 피지컬 전환 ( ) AI , AI , AI 

대응 등 글로벌 강국이 되기 위한 대한민국 인공지능 행동계획 수립AI (「 」 ’26.2.25.)



❍ 빅테크 기업 또한 서비스 성능 최적화와 공급망 통제를 위해 자사 모델의 니즈에 맞게 반도체 설계AI 

부터 주도권을 가지고 설계‧생산‧패키징 전반을 주도하는 밸류체인으로 재편 중(PWC, ’25)

- 구글 마이크로소프트 아마존 메타 는 자사 서비스에 최적화된 (TPU), (Maia), (Trainium), (MTIA)

맞춤형 반도체 의 비중을 급격히 늘리고 있음(ASIC)

  ※ 자사 특정 모델에 최적화AI ‧효율화 비용 절감 반도체 공급망 주도권 확보 모델부터 반도체 , , , 

아키텍처까지 설계하여 독보적인 서비스 제공 등을 목적으로 하고 있음 

반도체 기업 빅테크 기업
기업명 특징 기업명 특징

NVIDIA
학습 ( )◎

독보적 위로 뿐만 아니라 소프트웨어 1 GPU
플랫폼 를 통해 개발자 생태계 장악CUDA

Google
학습 ( )◎

구글 클라우드에 최적화된 반도체AI (TPU) 
개발

AMD
학습 ( )◎

개방형 생태계와 고대역폭 메모리 를 (HBM)
탑재한 가속기로 데이터센터 시장 확대 시도AI 

Amazon
클라우드 비용 최적화를 위해 학습용과 추론용 
칩을 구분해 개발

Intel
파운드리 사업과 함께 등 자체 가속기를 Gaudi AI 

병행하며 제조‧설계 양쪽에서 경쟁력 회복 시도
Microsoft

모델 구동 최적화를 위한 보완적 Open AI 
자체 반도체 개발 전략AI 

Arm
직접 칩을 제조하지 않고 설계를 하며 컴퓨팅 
서브시스템 로 빅테크 기업이 자체 반도(CSS) AI 
체를 더 쉽게 만들 수 있도록 돕는 파트너 전략

Meta
오픈소스 가속화를 추진하며 라마AI (Llama)
모델에서 최적화된 자체 개발 중MTIA 

Broadcom
맞춤형 반도체 설계구글의 메타의 (ASIC) ( TPU, 

개발 참여 와도 협력 계약MTIA , Open AI ), AI 
데이터센터 네트워킹 분야 강자

Apple
서버보다는 아이폰 맥북 등에서 작동하는 , 
온디바이스 에 집중AI

Marvell
의 과 개발에 관여 전기 Aws Trainium Inferentia , 

대신 빛을 이용해 데이터를 전송하는 광자 연결망 
기술을 보유한 인수Celestial AI 

알리바바
피지컬 전용 모델 린브레인 오픈소스 AI ‘ ’ 
공개 자회사인 핑터우거는 학습 추론이 가, /
능한 자체 칩인 전우 공개AI ‘ 810E’ 

캠브리콘
반도체 및 시스템 설계회사로 클라우드 서버AI , 

엣지 컴퓨팅 스마트 단말기 등 반도체 설계, AI 
Huawei

시리즈는 학습 추론용 반도체이며 Ascend /
단일 칩을 넘어 데이터센터 아키텍처도 개발AI 

반도체 개발에 뛰어든 전통 반도체 기업과 빅테크 기업 예시<AI > 

5  게임체인저 기술의 등장( ) 뉴로모픽 옵티컬 양자 컴퓨팅 등의 신기술이 개발되고 있으며 이러한 기술의 / /

등장에 따라 생태계 패러다임이 변화할 수도 있음AI 

❍ 단기적으로는 칩렛 패키징 기술이나 기술은 비용 절감 성능 극대화 에너지 효율성 향상 (Chiplet) & 3D PIM , , 

등 반도체의 한계AI *를 극복하고 성능을 좌우하는 핵심기술로 작용할 것으로 보임

  * 엔비디아의 그레이스 블랙웰 칩을 잇는 과정에서 발열 관련 문제가 발생하여 데이터센터 (GB) AI 

구축 업체인 오라클은 약 억 달러의 손실이 발생1 (’25)

❍ 아직은 초기 단계이지만 장기적으로는 옵티컬 뉴로모픽 양자 컴퓨팅 기술이 반도체 패러다임 자체를 / / AI 

바꿀 수도 있음

❍ 하지만 반도체는 연산을 가속화하기 위한 목적이 크기 때문에 무엇보다도 핵심은 트랜스포머 , AI AI 

아키텍처를 뛰어넘는 차세대 모델에 따라 반도체의 향방이 크게 좌우될 것으로 보임AI AI 



구분 기술명 설명

보완적 기술①

칩렛 & 3D 
패키징

하나의 거대한 칩을 만드는 대신 기능별로 작은 조각 을 만들어 하나로 이어 , (Chiplet)
붙이는 기술이며 특히 패키징은 수직으로 쌓아 올려 공간 효율성 데이터 전송 속도와 , 3D , 
전력 효율을 극대화하는 첨단 공법

PIM(Process 
in Memory)

메모리와 프로세서를 하나로 합친 기술로 데이터를 계산하기 위해 메모리에서 
로 옮기는 것이 아니라 메모리 내부에서 직접 계산을 수행CPU/GPU , 

상용화 현황 스마트폰 노트북 등에 활용되는 저전력 메모리 용 개발 중: , (LPDDR) PIM ☞ 

②패러다임 전환 
기술

옵티컬 
컴퓨팅

빛을 정보 전달의 연산과 매개체로 사용하여 빛의 속도로 대용량 데이터를 병렬 처리
하는 초고속 저전력 컴퓨터‧
☞ 상용화 현황 실리콘 포토닉스 기반의 데이터 전송 및 인터커넥트 기술은 데이터: 

센터를 중심으로 상용화 단계에 진입하였으나 광학 연산 칩은 실험 단계

뉴로모픽 
컴퓨팅

인간의 뇌를 완전히 모방하여 뇌의 신경망처럼 특정 신호가 일정 수치를 넘을 때만 
전기 스파이크를 발생시켜 정보를 전달 

상용화 현황 차세대 뉴로모픽 연구 칩인 로이히 공개 일반 : (Intel) (Loihi)3 (’25.10.), ☞ 
판매 제품은 아니며 연구 및 평가 목적의 연구소 플랫폼 으로 제공, ‘ ’

양자 
컴퓨팅

중첩과 얽힘이라는 양자역학적 특성을 가진 큐비트 를 사용해 수많은 경우의 수를 (Qbit) , 
동시에 계산 기존 연산을 완전히 대체하기 보다 일부 에서만 대체 가능 , Task

상용화 현황 제약 화학 분야를 중심으로 분자 시뮬레이션 등 파일럿 수준의 활용: ·☞ 

와해성 기술③
POST

Transformer
현재 엔비디아의 가 압도적인 이유는 트랜스포머의 병렬 행렬 연산을 가장 잘 수행GPU
하기 때문으로 새로운 모델에 맞춤형으로 판도가 완전히 뒤집어질 가능성  

보완적 기술과 패러다임 전환 기술 예시와 설명 < >

보완적 기술과 패러다임 전환 기술의 대표기업 예시< ( ) >

❍ 이 외에도 의 웨이퍼 스케일 아키텍처 등 새로운 기술이 계속해서 등장하고 있으며 에너지 효율Cerebras , 

데이터 전송의 병목 해소 연산 시간 단축 등 기존 기술의 한계를 돌파한다면 언제든 주류가 바뀔 수 있음 ,  

4 결론

□ 반도체 시장은 생성형 확산과 함께 가파르게 성장하며 핵심 전략 산업으로 부상하고 있으며 효율 전력AI AI , ‧ ‧

공급망 안정성 중심으로의 전환 풀스택 확보를 위한 국가 간 경쟁 차세대 기술 발전 등에 따라 시장 변화 예상, AI , 

❍ 독주에서 하이브리드 체제로의 전환(GPU ‘GPU + ASIC’ ) 대규모 학습 은 여전히 가 주도‘ (Training)’ GPU

하되, 폭증하는 추론 시장은 용도별 ‘ (Inference)’ ‧서비스별로 최적화된 저전력‧저비용‧맞춤형 이 분담ASIC

하는 하이브리드 구조가 될 것으로 예상

 ※ 에 따르면 전체 반도체 시장은 연평균 성장하는 반면 맞춤형 시장은 Bloomberg , AI 16% , ASIC 

연평균 씩 성장할 것으로 예상27% (’26)

 - 다만 향후 포스트 트랜스포머 모델의 등장은 우위의 반도체 시장이 근본적으로 바뀔 수 있는  , ‘ ’ AI GPU AI 

최대 변수로 작용할 수 있음



❍ 국가 전략 자산으로의 풀스택과 소버린 경쟁( ‘AI ’ AI ) 는 단순 기술을 넘어 국가 안보와도 관련된 최첨단 AI

전략기술로 각국은 반도체 데이터 모델 서비스 등에서 외부 의존을 최소화하고 통제하는 풀스택 확보에 - - - ‘AI ’ 

사활을 걸고 있음

 - 다만 미국의 공급망 재편에 맞서 각국이 소버린 를 추진하게 되면 글로벌 표준과 병행하여 국가, AI , 

‧권역별로 상이한 규제 및 운영 기준이 형성되면서 부분적인 시장 분절화가 나타날 가능성도 존재

❍ 기술 제재가 촉발한 중국의 독자 생태계 강화( ) 미국의 기술 제재에 중국은 오히려 반도체 자립을 앞당기고 

있으며 미국의 수출 통제를 받는 나라와의 협력 오픈소스 기반의 중국 주도 생태계를 구축하여 글로벌 , AI 

시장을 장악하려 하고 있음

중국의 딥시크 는 가 없어도 대규모 언어 모델이 업계 표준에 근접하는 성능을 달성 (DeepSeek) GPU※ 

했으며 지푸 는 화웨이 반도체만으로 이미지 생성 모델 학습을 완료(’24.12.) , AI (’26.1.)

- 중국으로 우회 수출을 막기 위한 제 국에 대한 수출 통제는 오히려 중국산 반도체의 판로를 넓혀주는 3 AI 

부작용을 낳고 있으며 이는 글로벌 시장에서 영향력을 확대하려는 중국에 유리한 환경을 조성, 

❍ 빅테크 기업의 밸류체인 개편과 에너지 주권 경쟁( ‘ ’ ) 빅테크 기업은 칩 구매자를 넘어 반도체 설계 단계부터 

직접 참여하여 시장 변동성과 공급망 리스크에 대응하고 자사 서비스에 최적화된 고효율 인프라를 구축 중

- 또한 전력 확보 및 저전력화를 위한 빅테크 기업의 노력은 점점 더 심화되고 있으며 전기의 확보, ‘ ’ ‧효율을 

통한 데이터센터의 원활한 운영으로 서비스 시장의 주도권을 가지게 될 수도 있AI 음

❍ 차세대 컴퓨팅 기술의 잠재력( ) 뉴로모픽 양자 컴퓨팅 등의 혁신 기술은 장기적 관점에서 반도체의 , AI 

지형을 바꿀 수도 있는 잠재력을 보유하고 있지만 아직은 연구개발 및 초기 검증 단계로 기존 반도체를  , AI 

대체하기보다는 중‧장기적으로 특정 연산에서 보완적으로 활용될 가능성이 높음

□ 우리나라도 국가대표 프로젝트 온디바이스 반도체 기술개발 프로젝트 등을 추진하고 있으며‘ AI’ , ‘K- AI ’ , 

급증하는 인프라 수요에 대응하기 위해 특별법 통과 등 에너지 기반 확보에도 노력AI ‘SMR ’ (’26.2.) 

❍ 또한 기본사회를 위한 생태계 조성과 산업 공공 지역 분야의 전환 를 통한 기본사회 가치 실현 , AI AI , AI‧ ‧
등의 전략 추진을 통해 대 강국으로 도약하고자 함대한민국 인공지능 행동계획AI 3 ( , ’26.2.25.)

□ 반도체 시장은 하이브리드 구조로 전환되는 변곡점에 있으며 반도체 기술 주권 확보는 AI GPU+ASIC , AI 

산업 경쟁력을 넘어 외교 안보 자산으로 작용함에 따라 국가 차원의 풀스택 전략 수립이 필요AI ‧

❍ 전략적 포지션 확보(GPU+ASIC ) 폭증하는 추론 시장에서는 맞춤형 과 메모리 최적화가 핵심  ASIC
경쟁 요소로 한국은 메모리 제조 경쟁력을 기반으로 전략적 우위 확보 필요·

❍ 초격차 메모리 주권 사수( ) 생산의 핵심 플레이어로  HBM 주권 사수와 동시에 메모리가 저장장치만이 아닌 추론 
비용 절감과 에너지 효율 개선을 동시에 달성하는 연산의 핵심 구성요소가 될 수 있도록 전략 필요AI 

❍ 제조업 수요 연계( ) 스마트폰 자동차 로봇 등 제조 기반 산업을 활용하여 저전력 반도체 로봇 파운데이, , AI , 
션 모델 플랫폼 등을 결합한 피지컬 생태계 구축과 온디바이스 시장 선점 필요, HW ‘ AI’ AI 

❍ 풀스택의 운영 자립(AI ) 모델 반도체의 국산화뿐만 아니라 공공 데이터 보안 환경 서비스 운영 체계AI , AI , , 

까지 국내 기술로 안정적으로 운영할 수 있는 소버린 운영 플랫폼 구축 필요‘ AI ’ 



용어해설

∙ GPU(Graphic Processing Unit) 대규모 병렬 연산에 최적화된 프로세서로 본래 그래픽용이었으나 수천 개의 , 

코어로 데이터를 동시에 처리하는 병렬 구조가 연산에 적합해 가장 대중적인 가속기로 쓰임AI AI 

∙ ASIC(Application-Specific Integrated Circuit) 특정 응용 목적이나 연산 워크로드에 최적화되어 설계된 직접

회로로 년대 초반 비트코인 채굴 분야에서 압도적인 효율을 증명하였으며 최근에는 대규모 연산에 맞춘 2010 AI 

특화된 전문 이 등장하기 시작 ASIC

∙ TPU(Tensor Processing Unit) 구글이 자사 워크로드 가속을 위해 설계한 전용 가속기로 대규모 AI AI 

행렬 연산에 최적화된 맞춤형 주문형 반도체 의 한 종류(ASIC)

∙ NPU(Neural Processing Unit) 신경망 연산에 특화된 가속기로 AI 주로 스마트폰이나 노트북 등 엣지  

디바이스에서 저전력으로 추론을 효율적으로 수행하기 위해 사용AI 

∙ LPU(Language Processing Unit) 대규모 언어모델 의 추론 처리에 최적화된 연산 구조를 갖춘 (LLM)

가속기로 메모리 접근 병목을 최소화하여 낮은 지연시간을 목표로 설계된 계열의 칩, ASIC 

∙ FPGA(Field-Programmable Gate Array) 특정 작업에 맞게 논리 구성을 재프로그래밍할 수 있는 

반도체로 높은 유연성을 바탕으로 다양한 알고리즘이나 연산 구조 변경에 대응, 

본문의 이해를 돕기 위한 용어 해설로 해당 용어의 공식적인 정의는 아닙니다.※ 
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